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证券代码：002436                               证券简称：兴森科技 

 

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 

2021 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表 

                                                    编号：2021-03-002 

投资者关系 

活动类别 

 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称

及人员姓名 

财通基金：周博北 

广发证券：谢淑颖 

中欧基金：金旭炜 

上海青沣资产管理中心：施柏均 

国泰君安：苏凌瑶 

平安资管：王晶 

时间 9:30-11:30 

地点 公司办公室 

上市公司接待

人员姓名 

副总经理、董事会秘书：蒋威 

证券事务代表：王渝 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

一、公司发展历程介绍 

回复：公司成立至今已 28年，战略方向明确，始终坚守主业，专注

于线路板行业发展，从传统的 PCB 样板、小批量板拓展至以 IC封装基板、

半导体测试板业务为代表的半导体业务，通过自身的研发投入和积累实

现产品和技术的升级。 

二、IC封装基板业务情况介绍 
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回复：公司于 2012 年投资建设 IC 封装基板产线，起点较高，按照

国际一流客户的标准设计和建设厂房、产线，产能设计为达产后 10000

平方米/月。2018 年通过三星认证，并启动二期扩产，新增投资 10000 平

方米/月产能，整体产能扩充至 20000 平方米/月。目前整体产能利用率

处于较高水平，良率已提升至 95%，市场需求比较旺盛。 

IC 封装基板行业进入门槛高，存在技术、资金和客户等方面的壁垒，

制程工艺难，认证时间长，公司目前产能有限，规模效应还没有显现出

来。客户群主要是芯片设计公司和封测厂，国内客户居多，也有部分韩

国和台湾客户。IC 封装基板未来是公司重点发展的战略方向，也是重点

投资的领域。          

三、如何看应用端领域市场的需求 

回复：PCB 领域，从下游分类看，计算机、通讯、消费类电子占 PCB

行业需求约 2/3，工控、医疗、军工、汽车行业等占 1/3。2020 年，PCB

行业整体表现一般，呈现前高后低的走势，尤其受通信行业影响较大，

Q3 是行业需求表现最弱的一个季度。医疗行业需求受益于疫情，表现较

好，下半年有所回落；计算机行业受益于在线办公，也实现较好的增长；

汽车、军工稳中有升；消费电子表现平稳。2021 年，行业整体需求有望

回升，一方面因为疫情缓解，全球经济复苏，另一方面产业链向国内转

移的持续仍将持续，国内的复工复产领先全球，技术进一步提升，成本

优势仍存在。未来行业表现仍将分化，国内行业增速会好于海外市场，

技术升级的趋势仍将持续，高端产品需求会持续火爆，中低端市场会面

临较大的压力。 

半导体行业处于高景气周期，国内呈现供需两旺的格局，从产成品、

到原材料都面临供给不足、产品涨价的趋势。按照行业以及咨询机构的

观点，ABF 载板、BT 载板、HDI 板都将处于供不应求的状态，其供给扩

张的速度远远落后于需求增长的速度，越高端的产品，供给不足的情况

越严重，产能扩张所需的投资规模越大、产能释放周期越长。 

    从供给端而言，IC 载板行业本来就是少数者的游戏，在 2019 年之前

因为笔电、手机行业景气度较低，国内需求没有真正起来，行业主要参
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与者经营状况都不佳，没有实施扩产，导致行业供给受限。目前的现状

是以台湾欣兴电子、景硕为代表的一线厂商都在加大力度扩张 ABF 载板

（面向 CPU\GPU 芯片）的产能，新建或者改造部分 BT 载板产线，力求

更进一步绑定海外大客户；国内以深南、越亚和兴森代表的厂商则在加

大力度扩张 BT 载板的产能，而海外 BT 载板的产能并没有增长，出现一

定的溢出效应。从 2020 年 12 月份开始，无论是 ABF 载板还是 BT 载板，

都出现不同程度的涨价。 

四、与大基金合作的半导体封装产业项目情况介绍 

回复: 项目总投资 30 亿人民币，其中一期投资 16 亿人民币，月产

能 30000 平方米 IC封装基板和 15000 平方米类载板，其中公司持股 41%，

广州科学城集团持股 25%，大基金持股 24%，合伙企业（管理团队）持股

10%，预计 2021 年年中完成厂房建设，下半年完成厂房装修和设备安装

调试。 

五、半导体测试板业务情况介绍 

回复：行业前景不错，属于高端定制化的高附加值业务，国内涉足

的厂商较少。公司通过收购美国 Harbor 公司，进入该领域，在全球半导

体测试板整体解决方案领域具有优势地位，主要客户均为一流半导体公

司。向客户提供的是完全定制化的服务，附加值较高，对应的产品价格

和毛利率水平都较高。产品应用于从晶圆测试到封装前后测试的各流程

中，类型包括接口板、探针卡和老化板，公司目前的半导体测试板产品

主要为接口板和探针卡。 

六、后期资本运作规划 

企业的持续发展，离不开资本融资需求，后期如有扩产计划，公司

会择优选择最合适的融资方式进行融资。 

附件清单 

（如有） 

 

日期 2021 年 3 月 4日 

 

 

 


